& Schiotter

Galvanotechnik
Mikroatze
SLOTETCH 584

Die Mikroatze SLOTETCH 584 wurde speziell fir die Vorbehandlung von Leiterplatten,
IC-Tragern, Kupfer und Alloy 42 (Nickel/Eisen) Grundmaterial entwickelt.

SLOTETCH 584 kann sowohl bei der Durchkontaktierung sowie in allen Stadien des
Leiterbildaufbaus angewendet werden.

Das Produkt:

sorgt fiir eine gleichbleibende Atzrate,
besitzt eine lange Standzeit,

ist einfach in der Wartung,

und wirtschaftlich in der Anwendung.

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und
Praxiserfahrungen. Da Erganzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhangigkeit von
Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den
Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen kdnnen, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfaltig zu lesen und alle die
Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den
Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder
dem entsprechenden Qualitatszertifikat (QA03) enthommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer fir die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter
www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Fir die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 mafigebend.

Falls in den verwendeten Zusiatzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden
diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblattern im Abschnitt 15 ausgewiesen.

BAD 01803 Seite 1von 6 Ausgabe 26.01.2016
Dr.-Ing. Max Schlétter
GmbH & Co. KG Tel +49 7331 205-0
% Talgraben 30 Alle  Zertifikate zum
73312 Geislingen/Steige info@schloetter.de Download auf unserer

Deutschland www.schloetter.de Homepage



